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MEDIENINFORMATION 

Näher am Kunden und mehr Resilienz gegen Supply-Chain-
Störungen: 

ASMPT hebt neues Center of 
Competence für Semiconductor 
Solutions aus der Taufe 
Regensburg, 26. Januar 2023 – ASMPT, weltweit führender 
Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für die Semiconductor- 
und Elektronikfertigung, hat das erste europäische SEMI Center 
of Competence (CoC) in Regensburg eröffnet. Das 
Kompetenzzentrum folgt dem Vorbild der internationalen ASMPT 
Centers of Competence und dient Kunden unter anderem als 
Labor für Proof of Concepts im Rahmen von Innovationen und 
Applikationen und als direkte Anlaufstelle für den schnellen 
Know-how-Transfer. 

Robin Ng, Group Chief Executive Officer bei ASMPT, eröffnete das 
neue SEMI CoC am Sitz der ASMPT Tochter AMICRA in Regensburg 
mit den Worten: „Unsere Kunden erwarten lokale Präsenz für ihre 
Forschung und Entwicklung und einen schnellen, kompetenten Know-
how-Transfer. Mit unserem neuen EU SEMI CoC unterstützen wir 
unsere zahlreichen Kunden bei der Entwicklung und Konzeption neuer 
Anwendungen und stellen sicher, dass sich neue Technologien auch 
in der Praxis bewähren. Wir sehen in Deutschland gerade in den 
Bereichen Automotive und Photonik viel Potenzial.“  

Dr. Johann Weinhändler, Managing Director der in Regensburg 
ansässigen ASMPT Tochter AMICRA, sieht die Vorteile des CoC auch 
im regionalen Zusammenhang: „Wir freuen uns, dass wir nun den 
führenden Halbleiterunternehmen und Entscheidungsträgern in 
Europa die innovativen ASMPT Semiconductorlösungen und das 
Know-how in unserem zentral gelegenen CoC in Deutschland anbieten 
können.“ 
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Proof of Concepts für die Industrie 4.0 

ASMPT betreibt global ein großes Netzwerk an Forschungs- und 
Entwicklungszentren. Dabei handelt es sich um moderne und 
zukunftsweisende Labore mit neuesten Maschinen und Anlagen, um 
Technologien vorzuführen und zu untersuchen, welche genauen 
Auswirkungen Innovationen in der Elektronikfertigung haben werden. 
Kunden können den Experten im CoC mitteilen, was sie interessiert 
und welche Aspekte für ihre individuelle Fertigung von Bedeutung sind. 
Durch enge Technologiepartnerschaften mit anderen Unternehmen 
fungieren die ASMPT Centers of Competence zudem als Enabler für 
die Integrated Smart Factory. 

 

Resilient gegen Störungen in der Lieferkette 

Das EU SEMI CoC in Regensburg folgt einer erfolgreichen 
Unternehmensphilosophie der strikten Kundenorientierung mit 
etablierten ASMPT Einrichtungen in Asien, den USA oder Europa, wie 
etwa in München und bietet einen Schutz gegen die insgesamt 
gestiegene Volatilität in der globalen Elektronik-Lieferkette. "ASMPT 
sieht seine Rolle nicht nur als führender Anbieter für die Halbleiter- und 
Elektronikindustrie weltweit, sondern auch als Innovationstreiber für 
Fertigungsprozesse", erklärt Günter Lauber, Executive Vice President, 
Chief Strategy and Digitalization Officer und SMT Segment CEO, 
ASMPT. "Allein schon aus diesem Grund ist es für uns wichtig, unsere 
bereits erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung 
weltweit weiter auszubauen." 

 
Verfügbares Bildmaterial 

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download 
bereit:  
http://www.htcm.de/kk/asm 

  

http://www.htcm.de/kk/asm
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Robin Ng, Group Chief Executive Officer (links) und Günter 
Lauber, Executive Vice-President, SMT Segment CEO und Chief 
Strategy und Digitalization Officer (rechts) bei ASMPT  
Bildquelle: ASMPT 
 

 
Die AMICRA Hausherren Johann Weinhändler (3.v.r.), Rudolf 
Kaiser (5.v.r.), Horst Lapsien (1.v.r.) und Hubert Herzberg, Leiter 
SEMI EMEA (1.v.l.) sind stolz auf das neue Center of Competence 
und freuen sich über den Besuch des ASMPT CEOs.  
Bildquelle: ASMPT 
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Über ASMPT Limited („ASMPT“) 
ASMPT (HKEX Stock Code: 0522) mit Hauptsitz in Singapur ist 
weltweit führender Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für die 
Semiconductor- und Elektronikfertigung. Das Angebot von ASMPT 
umfasst die Bereiche Semiconductor Assembly und Packaging sowie 
SMT (Surface Mount Technology): von der Wafer-Beschichtung bis hin 
zu den verschiedensten Lösungen für Assembly und Packaging 
empfindlicher elektronischer Komponenten in einer breiten Palette von 
Endverbrauchergeräten, darunter Elektronik, mobile Kommunikation, 
Computer, Automobilindustrie, Industrie und LED (Displays). Engste 
Zusammenarbeit von ASMPT mit seinen Kunden und kontinuierliche 
Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen 
erheblich dazu bei, dass ASMPT innovative und kosteneffiziente 
Lösungen und Systeme anbietet, mit denen Anwender höhere 
Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität 
erzielen. 
ASMPT gehört zu den Werten des Hang Seng Composite MidCap 
Index, des Hang Seng Composite Information Technology Industry 
Index sowie des Hang Seng HK 35 Index. 
 
Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf asmpt.com. 
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Pressekontakte: 

Global ASMPT Press Office 
ASMPT GmbH & Co. KG  
Susanne Oswald 
Rupert-Mayer-Straße 48 
81379 München 
Deutschland 
Tel: +49 89 20800-26439 
E-Mail: susanne.oswald@asmpt.com 
Website: smt.asmpt.com 

 

HighTech communications GmbH 
Barbara Ostermeier 
Brunhamstraße 21 
81249 München 
Deutschland 
Tel.: +49-89 500778-10 
Fax: +49-89 500778-78 
E-Mail: b.ostermeier@htcm.de 
Website: www.htcm.de 
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